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Komplette Temperaturberechnung
bei der Leiterplattenkiihlung

Die numerische Leiterplattensimulation kann recht gut Trends
beziiglich der Entwdrmung liefern. Wir fassen am Beispiel des Boards
ISL8240MEVAL4Z von Intersil die Vorteile zusammen.

ir lesen oft Berichte zur Leiterplat-
tenkiihlung, in denen mit einfa-
chen Formeln argumentiert wird,

die den Layerstack der Leiterplatte, die War-
meleitfdahigkeit des Dielektrikums oder die
Parameter von Durchkontaktierungen verar-
beiten.

Das ist zwar bequem, aber leider nicht im-
mer befriedigend, weil jede Leiterplatte ihre
individuelle Struktur hat und weil die Warme
auf einer inhomogenen rdaumlichen Geome-
trie geleitet wird.

Will man es ganz genau wissen, muss man
die Baugruppe herstellen, in Betrieb nehmen
und messen. Ziemlich gute Trends kann die
numerische Leiterplattensimulation liefern,
die das konkrete Layout, alle Bohrungen und
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den Lagenaufbau beriicksichtigt. Die Soft-
ware TRM (,,Thermal Risk Management*) von
ADAM Research macht es genau so.

Anwendungsbeispiel Board
von Intersil

Als Beispiel wenden wir TRM auf ein Board
an, welches unldngst in der ELEKTRONIK-
PRAXIS vorgestellt wurde [1] (mit freundli-
cher Genehmigung von Intersil). Hierfiir
rechnen wir die Bauteil- und Boardtempera-
tur nach. Das Evaluierungsboard ISL-
8240MEVAL4Z von Intersil ist 3 Zoll x 4 Zoll
grof, hat Auf3enlagen zu je 70 pm, 2 Innen-
lagen zu 35 um und tragt ein DC/DC Analog-
Powermodul (QFN) des Typs ISL8240M als
mafigebliche Warmequelle. Die Fabrikations-
daten sind in [2] hinterlegt.

Zusitzlich gibt es in Referenz [3] einen
Testbericht mit der Beschreibung des Be-
triebszustands und mit Thermographien.
Gerberartwork, Bohrprogramm und Bauteil-
position werden importiert und dem Bauteil

Bild 1: Passt zusammen. Ungeschwadrzte Infrarotaufnahme [3] (links) und berechnetes Temperaturfeld auf

Layouthintergrund (rechts).
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eine Verlustleistung von 8 W (Fig. 1 in [4])
zugewiesen.

Gekiihlt wird durch freie Konvektion bei
Raumtemperatur. Bild 1 stellt das gemessene
Thermogramm (links) und die Simulation
(Blick durch das Bauteil in die Top-Lage) ge-
geniiber. Die Ubereinstimmung ist ziemlich
gut: sowohl die Maximaltemperatur stimmt
und der gerechnete Verlauf des Temperatur-
feldes zeigt auch dieselben Kanten und
Ecken wie die Messung.

Das sind die Folgen der lokalen Kupferver-
teilung in der Top-Lage. Das rasche Abklin-
gen der Warmeausdehnung nach links wird
durch Details in Lage 2 verursacht. Weitere
Bilder und Einzelheiten in [5].

Natiirlich stecken im Rechenmodell auch
Annahmen: die Warmeiibertragung an die
Luft, die Leistungsverteilung im Bauteil, sei-
ne Warmeleitfahigkeit und sein Warmewi-
derstand zum Board. In der gezeigten Rech-
nung wurden Standardwerte benutzt. Aber
das numerische Modell ist im Vergleich zum
Muster schnell aufgebaut (<15 min) und die
Rechenzeit betrdgt ebenfalls nur einige Mi-
nuten.

Ein Entwickler kann somit schnell die ther-
mischen Moglichkeiten und Grenzen des
Layouts ausloten, verbessern und die 6kono-
mische Frage seiner Kollegen beantworten:
»was kostet uns ein Grad Kiihlung“. // KR
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